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摘要:在全球价值链重构和技术竞争加剧的背景下,中国集成电路产业的创新生态系统建设已成为国家战略的核心

议题。尽管中国在芯片设计、制造、封测等环节取得了显著进展,但仍面临关键核心技术依赖度高、产业链协同不

足、设备与材料国产化率低、人才短缺等挑战,整体创新生态系统的运行效率和自主可控水平有待提升。为应对这

一局面,提出“动态整合式战略”框架,整合新型国家创新体系、使命牵引、场景驱动和网络嵌入型创新理论,构建通

过“三阶递进路径”推动技术突破、产业链优化与生态主导的演进模式。研究表明,在“链长制”治理模式下,政府通

过统筹资源、核心企业驱动协同,能够有效提升产业创新能力与全球竞争力。未来,集成电路产业应在强化自主创

新的同时,提升国际协作与标准主导力,实现从“追赶型”到“引领型”的转型。研究成果可为构建全球价值链下的集

成电路产业创新生态系统提供理论支持和实践路径。
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  中国在高技术产业领域仍面临关键核心技术

受制于人、产业链高端环节竞争力不足等突出问

题,尤其在以集成电路为代表的战略性新兴产业

中,这一矛盾更为明显[1-2]。近年来,全球价值链加

速重构,技术壁垒与地缘政治博弈交织,使得集成

电路产业不仅关乎技术追赶,更直接关系到国家安

全与产业体系现代化[3]。集成电路产业具有技术密

集度高、资本投入大、迭代周期短和全球分工复杂

等特征,已成为支撑新质生产力的重要引擎[4]。在

当前国际竞争格局下,发达国家通过技术封锁和供

应链“去中国化”战略,意图长期锁定中国于价值链

低端。与此同时,中国虽在芯片设计、制造、封测等

环节取得阶段性突破,但在光刻机、EDA(electronic
designautomation,电子设计自动化)软件、高端材

料等关键领域仍存在显著短板,产业链协同效率和

自主可控能力不足,创新生态系统亟须重塑和优

化[5]。在全球竞争加剧和国内产业升级的双重背景

下,构建开放协同、自主可控的集成电路产业创新

生态系统具有重要战略意义。一方面,它有助于突

破关键核心技术,增强产业链韧性与安全;另一方

面,也能够通过多元主体协同和开放式创新,推动

中国在全球价值链中实现从追赶到引领的战略

跃升。
基于此,以全球价值链为分析视角,提出“动态

整合式战略”框架,系统阐释中国集成电路产业创

新生态系统的构建与演进逻辑。重点回答3个问

题:①中国集成电路产业在全球价值链格局下的发

展现状与突出矛盾是什么? ②当前创新生态系统

建设面临哪些内外部挑战? ③应当如何通过战略

路径实现创新生态系统的演进与优化? 通过对上

述问题的回答,旨在为中国集成电路产业高质量发

展和全球竞争力提升提供理论支撑与实践参考。

1 中国集成电路产业创新生态系统的现状

1.1 全球价值链格局与分工特点

集成电路产业作为全球最具技术密集性和资

本依赖度的产业之一,其价值链覆盖了从上游原材

料与设备供应,到中游的芯片设计与晶圆制造,再
到下游的封装测试与应用的全流程[6]。当前的全球

分工格局呈现出明显的区域化特征:美国主导设计

和知识产权,欧洲专精高端设备,日本在关键材料
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与工艺环节占据优势,东亚则在制造和封测领域形

成规模集聚。在这一体系下,中国凭借庞大的市场

需求和政策扶持,逐步完成了从消费市场与低端制

造环节,向产业链中高端延伸的转型。长三角、珠
三角和环渤海地区已成为中国集成电路产业集群

的核心,形成了区域联动的发展格局。
1.2 创新主体建设与技术突破

中国已初步形成以企业为主体、科研机构为支

撑、资本市场为驱动的多层次创新体系,并在不同

层级发挥各自作用[7]。①企业主导的技术攻关在高

端芯片设计与制造领域取得突破性进展。华为海

思在高性能计算、AI芯片、通信芯片等领域积极布

局先进架构,中芯国际已实现14nm制程的规模化

量产,并突破7nm技术验证节点[8],而长电科技、
华天科技等企业在先进封装技术[如FOWLP(扇出

型晶圆级封装)、2.5D/3D封装]方面达到国际领先

水平[9]。此外,众多创新型中小企业在 MEMS(微
机电系统)传感器、功率半导体、模拟芯片等细分领

域展现出独特竞争力,进一步完善了产业生态。
②科研机构的产业化衔接成为推动基础研究向应

用转化的重要力量。依托集成电路超晶格国家重

点实验室、高端芯片创新中心等科研平台,中国在

新材料、EDA软件等底层技术上取得重要突破。
2024年校企联合专利占比提升,表明科研成果的产

业化进程加速[10]。③资本市场的价值发现功能优

化了资源分配,提高了行业整体创新效率。国家大

基金通过“母基金+子基金”模式引导社会资本流

向半导体设备、材料等战略薄弱环节,推动供应链

自主可控。
1.3 产业集群与生态体系的形成

随着中国集成电路产业的加速发展,各区域在

设计、制造、装备、材料与封测等环节逐步形成优势

互补的产业布局(表1),推动了覆盖上游材料、核心

制造、下游应用的全链条集群构建。与早期仅以单

点工厂或企业布局为主不同,目前形成的区域集群

通过规模集聚效应、专业分工深化、协同创新机制

3方面,显著提升了产业链的完整性,并促进了创新

资源的高效配置。
(1)区域集群通过纵向与横向产业嵌套,提升

了产业链完整性。长三角围绕晶圆制造构建了设

计-制造-封测一体化体系。例如,上海张江的中芯

国际12in生产线带动光刻胶、靶材、刻蚀设备与

EDA企业加速聚集,减少了关键材料与装备依赖,
形成可持续发展的制造生态;珠三角依托消费电子

应用场景,将设计公司(如海思、瑞芯微)与智能硬

件制造企业深度绑定,实现从 SoC(systemona
chip,片上系统)研发到终端验证的快速迭代,大幅

缩短产品从设计到商用的周期。中西部地区(如西

安、成都等地)通过承接制造与封测产能,与沿海地

区形成互补式产业链闭环,提高了全国晶圆制造与

封测的整体供给能力与抗风险能力。
(2)区域集群通过人才、科研与资本的集中流

动,促进创新资源的集聚与优化配置。环渤海地区

依托北京的科研院所(如中国科学院、清华大学),
实现算法、架构、材料与EDA工具等底层技术对产

业的持续输入,推动 AI芯片与第三代半导体材料

突破。长三角通过产业联盟、联合研发平台(如上

海集成电路创新中心)促进企业间共享工艺验证平

台和IP资源与设计工具,减少重复投入,提高创新

效率。珠三角依托庞大消费电子厂商体系形成“场
景驱动型创新”,让芯片企业能够快速验证、迭代新

产品,增强技术落地能力。
(3)区域政府政策、产业基金与龙头企业的协

同作用使产业集群实现了更强的生态黏性。例如,
多个城市通过建设公共研发平台、投产12in产线、
设立专项产业基金,引导设备、材料、封测企业向龙

头企业周边集聚,从而形成“龙头企业+专业配

套+创新载体”的区域生态系统,推动集成电路产业

表1 中国集成电路产业集群

区域 优势与特点 代表性企业/项目 主要领域与发展方向

长三角地区
以芯片设计和制造为核心,产业链完整,技术创新和

协同能力强

中芯国际,华力微电子,
紫光展锐

集成电路设计、制造、封装测试,推动高

端制造技术的突破

珠三角地区

依托消费电子产业链和市场需求,成为物联网和AI
芯片的创新高地,尤其在5G通信和智能硬件领域技

术突破迅速

华为海思,瑞芯微,比亚

迪半导体

物联网、AI芯片、5G通信芯片、智能硬

件,推动技术应用与市场需求快速转化

环渤海地区

集中于科研与技术创新,依托北京的科研院所与高

校,在芯片设计和新材料研究等高端技术领域具有优

势,推动AI芯片和通信技术发展

寒武纪,紫光展锐,中国

科学院,清华大学
AI芯片,集成电路设计架构、算法与新

材料研究、EDA软件开发

中西部地区
作为产业承接地,特别是在制造和封测环节逐步形成

规模,依托政策扶持和成本优势提升产业链下游能力

长安汽车半导体,华为科

技,西安长电

制造与封测环节,提升产业链下游能力,
推动生产规模化与产业升级
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向高端化、规模化方向发展。
具体来说,集成电路产业创新生态系统包括多

个核心要素,如企业、科研机构、资本市场、政策支

持和区域集群等。这些要素构成了一个复杂的互

动网络,各要素之间通过协同作用推动产业技术的

突破和市场的发展[11]。
企业作为创新的主体,在产业生态系统中发挥

着技术攻关的主导作用,尤其是芯片设计、制造及

封装领域。它们通过自主研发或合作研发推动技

术创新和市场应用,并在产业链中不断扩展其价值

链位置。科研机构则提供技术创新的源动力,尤其

在基础研究和前沿技术的突破方面发挥重要作用。
它们不仅通过技术发明推动企业的技术进步,还通

过与企业的合作促进技术的产业化。资本市场在

资源配置和产业链协同方面起到关键作用,尤其是

通过投资和融资支持创新型企业,推动科技成果转

化。政府通过产业政策、资金支持、税收优惠等手

段,提供了创新的基础环境,特别是在技术攻关、人
才引进和设备采购等关键环节,推动了产业链自主

可控的进程。各个区域根据自身的资源禀赋和产

业基础,形成了具有特色的集成电路产业集群。不

同区域的产业集群不仅提升了产业链的完整性,还
促进了创新资源的集聚与优化配置。

这些要素的相互作用和协同推动了集成电路

产业的持续发展,并形成了一个紧密联系的创新生

态系统,促进了中国集成电路产业逐步向高端制造

环节延伸,同时也提升了产业在全球价值链中的竞

争力。
1.4 创新环境与政策支持

创新环境的优化是中国集成电路产业创新生

态系统健康发展的重要基础,政策扶持、产业集群

效应及国际竞争格局共同塑造了当前的创新环

境[12]。政府通过财政补贴、税收减免、人才扶持等

多种政策工具,降低企业创新成本,提高自主可控

能力。此外,研发补贴和人才引进政策也在逐步增

强,通过关键核心技术专项攻关支持高端光刻机、
EUV(极紫外光刻胶)等关键领域的突破。在产业

集群方面,中国集成电路产业已形成长三角、珠三

角、环渤海3大特色产业集群,并带来明显的产业链

协同效应。长三角地区(上海、无锡)在芯片设计与

制造上紧密协同,涵盖EDA工具、芯片代工、晶圆

制造等核心环节;珠三角地区(深圳、广州)依托消

费电子产业,在手机、IoT(物联网)、AI芯片领域形

成生态优势;环渤海地区(北京、天津)则依托清华、

北大、中国科学院等科研机构,加强新材料、基础研

究和人才培养。
1.5 进展与不足并存

总体来看,中国集成电路产业创新生态系统已

实现了从初步布局到规模化发展的阶段性跨越,在
部分关键环节实现了由“无到有”的突破。然而,与
全球领先水平相比,仍存在显著差距:高端制造设

备与材料依赖进口,光刻机、EDA工具等关键领域

几乎空白;高水平人才供给不足,创新链与产业链

衔接不畅;部分科研成果尚未形成有效转化,产业

链协同效率有待提高[13]。这些问题表明,中国集成

电路产业的创新生态系统仍在初步发展阶段,面临

着资源配置不均和协同创新不足的挑战。要突破

这些瓶颈,必须加速关键技术的自主研发,提升产

业链的整体协同效率,并加强高端人才的培养与引

进,才能在全球竞争中占据有利位置,最终形成具

备国际竞争力的自主创新体系。

2 中国集成电路产业创新生态系统面临的
主要挑战

中国集成电路产业创新生态系统在快速发展

的同时,也面临外部封锁、核心环节短板、创新链断

裂和人才不足等多重挑战。这些问题不仅制约了

自主创新能力的提升,也影响了产业链的韧性与全

球竞争力。
2.1 技术封锁与外部环境不确定性

当前,国际科技竞争进入白热化阶段,美国及

其盟友以国家安全为由,持续收紧对华出口管制,
限制高端芯片、EDA工具和光刻机设备的供应。这

不仅加剧了中国获取先进技术的难度,也直接冲击

了国内高端制造能力的提升。与此同时,全球产业

链呈现出“去中国化”趋势,区域化、平行化供应链

正在形成,使中国在国际分工中的地位面临重新塑

造的风险[14]。在这一背景下,中国集成电路产业的

发展模式从“效率驱动”逐步转向“安全与效率并

重”,外部环境的复杂性和不确定性显著提升了创

新生态系统建设的难度。这表明,在高度不确定且

具有明显地缘政治属性的外部环境下,单纯依赖市

场机制难以保障集成电路产业的持续发展,亟须通

过国家层面的战略统筹与制度性安排,提升产业创

新体系的整体安全性与稳定性。
2.2 关键核心环节受制与产业链短板

尽管中国在芯片设计、晶圆制造和封测环节取

得突破,但整体技术水平与全球领先企业仍存在代

际差距。以先进制程为例,中芯国际已实现14nm
901
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量产,但在7nm及以下工艺上仍落后于台积电和

三星多个节点。制造设备和高端材料的国产化率

较低,光刻机、刻蚀设备和特种气体等核心环节严

重依赖进口。这些问题导致中国在高端计算、人工

智能和量子信息等战略领域的发展受限,产业链的

自主可控能力不足,极易受到外部冲击。这一状况

不仅反映出中国在关键技术能力上的代际差距,更
暴露出现有创新资源配置分散、跨主体协同不足的

问题,使得单点突破难以转化为系统性能力提升。
2.3 创新链与产业链衔接不畅

中国集成电路产业虽然拥有较强的政策扶持

和资本投入,但创新成果转化效率偏低。高校与科

研机构在基础研究领域取得一定进展,但成果产业

化率不足15%,存在“专利悬崖”和技术落地困难的

问题。与此同时,大量芯片设计企业仍依赖海外代

工,2022年流片海外比例超过70%,削弱了国内制

造环节的竞争力。

图1 集成电路产业“动态整合”式创新生态系统演进趋势

这种创新链与产业链的断裂,导致资源配置效

率不高,产业协同不足,形成了“研发投入高-成果转

化率低-市场应用不足”的恶性循环。上述问题表

明,中国集成电路产业在一定程度上仍停留在“供
给推动型”创新模式,技术研发与应用需求之间缺

乏有效反馈机制,亟须通过应用场景牵引创新方

向,实现技术与市场的深度耦合。
2.4 人才短缺与结构失衡

集成电路产业的快速发展对高端研发人才提

出了更高要求[15],但中国行业人才缺口仍超过

54万人,尤其在EDA算法、先进封装和高端制造等

领域,高水平专家严重不足。同时,高校课程体系

更新滞后于技术迭代,跨学科培养不足,导致人才

培养与产业需求脱节。此外,产业生态中大批工程

师集中在中低端制造与测试环节,而高端研发和架

构设计人才不足,进一步加剧了产业升级的瓶颈。

3 中国集成电路产业创新生态系统的对策

与路径
在国际科技竞争持续加剧和中国式现代化战

略目标的双重约束下,中国集成电路产业既面临外

部技术封锁、供应链不稳定等现实压力,也承担着

实现高水平科技自立自强的战略使命。分析表明,
中国集成电路产业创新生态在关键核心技术受制、
技术供给与市场需求衔接不畅,以及在全球创新网

络中嵌入层级偏低等方面仍存在突出短板。这些

问题相互交织,体现出中国集成电路产业创新生态

在不同发展阶段中,创新组织方式、动力来源和协

同模式尚未形成有效衔接。
基于上述现实挑战,在新型国家创新体系理论

框架下,引入使命驱动、场景驱动与全球协同创新

3类互补性创新逻辑,提出集成电路产业创新生态

的“动态整合式战略”路径(图1)。所谓“动态整

合”,一方面体现为时间维度上的阶段演进性:随着

产业发展约束条件的变化,创新驱动力由国家使命
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主导,逐步转向市场与应用场景牵引,并最终迈向

全球协同与规则塑造;另一方面也体现为结构维度

上的要素与主体整合性:通过在不同阶段对政府、
企业、科研机构与市场机制的功能定位进行动态调

整,实现技术、资本、人才和制度要素的协同配置。
3.1 强化使命牵引,集中攻克关键技术瓶颈

在产业发展的初始阶段,制约中国集成电路产

业安全与竞争力的核心问题集中体现为关键核心

技术受制于人。这一问题具有明显的系统性与公

共性特征,单一企业或分散市场机制难以有效解

决。新型国家创新体系理论强调,国家在战略性、
基础性和高不确定性技术领域中,应通过制度设计

与资源整合,发挥“组织型创新”的优势。
在此框架下,“使命驱动型创新”成为破解集成

电路核心技术瓶颈问题的关键逻辑。政府通过明

确国家战略使命,将技术目标具象化为可评估、可
分解的重大任务,引导科研机构、龙头企业与资本

力量形成跨主体协同攻关机制。具体而言,在EDA
工具、高端光刻与刻蚀设备、关键材料等领域,应通

过“任务清单-资源集中-责任绑定”的方式,构建以

问题为导向的研发组织模式。这种模式并非替代

市场,而是在市场失灵最为突出的环节提供制度

补位。
同时,使命牵引并不意味着技术攻关与应用脱

节。相反,在新型国家创新体系中,使命导向需要

通过应用场景实现技术验证与能力沉淀。依托5G
通信、工业互联网、智能驾驶等相对成熟的国内应

用场景,将阶段性技术成果嵌入实际系统中进行测

试与迭代,有助于缩短从技术突破到产业化落地的

时间周期,避免“实验室成果孤岛化”。因此,该阶

段的核心并非单点技术突破,而是形成“集中攻关-
应用验证-能力积累”的初级创新生态循环,为后续

市场化扩展奠定基础。
3.2 推进场景驱动,促进技术与市场深度耦合

随着关键技术瓶颈逐步缓解,集成电路产业的

发展重心需要从“国家使命主导”转向“技术-市场协

同演化”。此时,单纯依赖集中攻关已难以持续激

发创新活力,必须引入能够反映真实需求与竞争压

力的场景驱动机制。
场景驱动创新理论强调,技术进步并非线性供

给过程,而是在具体应用情境中,通过需求反馈不

断调整和优化的动态过程。中国具备全球少有的

超大规模市场和高度多样化的应用场景,这为集成

电路产业提供了天然的“试验场”。在智能医疗、工

业控制、物联网等细分领域,不同场景对芯片性能、
可靠性、安全性和功耗提出差异化要求,倒逼企业

在架构设计、工艺选择和系统集成层面进行针对性

创新。
这一阶段,创新生态的核心机制由“行政协调”

转向“市场选择”,技术路径不再追求全面替代,而
是在特定场景中形成比较优势。通过在细分应用

领域率先建立稳定的“技术-产品-市场”闭环,企业

能够积累工艺经验、客户资源与数据资产,进而提

升整体技术能力。这一过程既有助于避免与国际

巨头在成熟领域的正面竞争,也为参与全球分工提

供了差异化切入点。同时,场景驱动阶段也为后续

全球协同奠定基础。随着企业在特定应用领域形

成规模优势和技术特色,其参与国际合作与标准讨

论的能力将显著增强,创新生态开始由“内向整合”
向“内外联动”转变。
3.3 构建全球协同,提升国际化与标准主导力

在长期视角下,集成电路产业竞争的核心不再

局限于单项技术或产品性能,而是体现在对全球创

新网络规则与技术标准的塑造能力上。全球协同

创新理论指出,领先国家和企业往往通过主导标

准、平台和生态体系,实现对技术演进方向和价值

分配结构的影响。
对于中国集成电路产业而言,全球协同并非简

单“融入既有体系”,而是基于前期使命牵引和场景

驱动所积累的技术能力与市场优势,主动参与甚至

引领新一代技术标准与产业生态的构建。在RISC-
V(第五代精简指令集)架构、碳中和芯片、类脑计算

等新兴领域,技术路径尚未固化,为后发国家提供

了突破既有垄断结构的战略窗口。
通过制度化参与国际标准化组织、加强跨国研

发合作以及推动技术与产品的国际化应用,中国企

业有望在部分关键领域形成“非对称技术优势”。
这种优势并非全面领先,而是在特定技术节点和应

用场景中具备不可替代性,从而提升在全球价值链

中的议价能力与规则影响力。最终,全球协同阶段

的目标在于实现从“被动嵌入”到“主动塑造”的转

变,即通过技术标准、生态平台和产业联盟的协同

运作,推动形成以中国为重要支点的全球集成电路

创新生态。
3.4 完善政策环境,优化资源配置与人才支撑

上述“使命牵引—场景驱动—全球协同”的动

态整合路径,对政策体系提出了更高要求。政策不

再只是简单补贴或保护,而应围绕不同发展阶段的
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核心矛盾进行精准匹配。在使命牵引阶段,政策重

点在于集中资源、降低系统性创新风险;在场景驱

动阶段,应通过竞争性机制和需求侧政策激发市场

活力;在全球协同阶段,则需强化标准、知识产权和

国际合作制度供给。
同时,资源配置和人才体系应服务于创新生态

的长期演化。通过引导资本向薄弱但关键环节倾

斜、完善产学研协同机制以及构建具有国际吸引力

的人才制度,可以为集成电路产业持续创新提供稳

定支撑,确保“动态整合式战略”能够在制度层面落

地实施。

4 结论与展望
4.1 研究结论

基于全球价值链视角,系统分析了中国集成电

路产业创新生态系统的构建逻辑与演进路径。研

究发现:①中国在芯片设计、制造和封测等环节已

取得显著进展,但在核心设备、关键材料和高端人

才方面仍存在明显短板,创新链与产业链衔接不

足,制约了整体创新效率;②外部环境的不确定性

和国际技术封锁加剧了产业发展的挑战,使得自主

可控与安全发展成为创新生态系统构建的核心要

求;③通过整合新型国家创新体系、使命牵引、场景

驱动与网络嵌入型创新等理论,能够形成一条“三
阶递进”的动态整合路径,即短期集中突破关键瓶

颈,中期实现技术与市场的耦合转化,长期逐步提

升国际标准主导力与全球竞争地位。上述结论表

明,集成电路产业创新生态系统的优化,必须围绕

现实挑战进行路径设计,并通过阶段性、差异化的

创新组织方式,实现从问题应对到能力跃迁的系统

演进。
4.2 政策启示

为加快构建自主可控、开放协作的创新生态系

统,应着力在以下方面形成合力:①强化国家战略

统筹与集中攻关机制。针对关键核心技术长期受

制于人的问题,应进一步强化国家层面的战略统筹

作用。在集成电路领域,通过明确重大技术攻关使

命,集中优势资源支持龙头企业、科研机构和创新

平台在EDA工具、高端制造设备和关键材料等领

域开展协同攻关。政策上,应完善长期稳定的研发

投入机制,优化财政补贴、科研经费和产业基金的

协同使用方式,避免资源分散和重复投入。同时,
通过“揭榜挂帅”“里程碑考核”等方式,提高重大科

技任务的执行效率,推动关键技术突破由单点进展

向系统性能力提升转变。②完善需求侧政策促进

技术与市场深度耦合。针对创新链与产业链衔接

不畅、成果转化效率偏低的问题,政策重点应由供

给侧支持逐步转向需求侧引导。政府可通过应用

示范工程、首购首用政策和重点行业场景开放,引
导企业在智能制造、工业控制、医疗健康等领域开

展场景化创新,推动技术研发与实际应用需求的深

度融合。同时,应鼓励下游龙头用户参与技术研发

和标准测试,促进设计、制造与应用环节之间的协

同互动,构建“场景-技术-产品-市场”良性循环,提
升产业整体创新效率和市场适配能力。③推进制

度型开放与国际规则参与。针对中国集成电路产

业在全球创新网络中嵌入层级偏低的问题,在政策

层面应更加注重制度型开放和国际协同创新能力

的培育。通过支持企业和科研机构参与国际标准

化组织和技术联盟,增强在新兴技术领域的规则参

与度和话语权。同时,应完善知识产权保护和国际

合规支持体系,为企业开展跨国研发合作和技术输

出提供制度保障。在此基础上,鼓励有条件的企业

在全球范围内布局研发网络和市场渠道,推动中国

集成电路产业由“被动融入”向“主动塑造”全球创

新生态转变。④完善贯穿全周期的资源配置与人

才支撑体系。人才是推动集成电路产业持续创新

和技术突破的关键要素。政府应鼓励高校、科研机

构与企业加强合作,推动产学研用一体化的人才培

养体系建设,重点培养高端设计、EDA算法和先进

封装等紧缺技术人才。通过国内外人才引进和跨

学科人才培养,弥补中国集成电路产业在高端人才

领域的短板,确保产业创新和技术突破的持续性。
4.3 未来展望

未来,中国集成电路产业的创新生态系统建设

需要立足国内发展,同时积极向全球开放,形成自

主可控、开放协同的发展模式。一方面,产业基础

的巩固将依赖于核心技术的突破,逐步实现关键环

节国产化和供应链的韧性提升,确保产业不受外部

不确定性的影响。另一方面,中国还应积极参与国

际技术标准的制定和跨国创新网络的构建,通过全

球协同创新,推动中国集成电路产业向全球创新引

领者转型。通过实施短期技术突破、中期技术与市

场耦合、长期国际协同的三阶段路径,中国集成电

路产业将在全球科技竞争中占据更为有利的位置,
并推动创新型国家的建设和现代化产业体系的发

展。中国集成电路产业将通过全球市场的竞争力

提升,实现集成电路产业的跨越式发展,并为建设

创新型国家和现代化产业体系提供坚实支撑。
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CurrentSituation,ProblemsandEvolutionaryPathofChina’sIntegratedCircuit
IndustryInnovationEcosystemGlobalValueChain

WANGHaijun,SHIShuo
(SchoolofManagement,ShenyangUniversityofTechnology,Shenyang110087,China)

Abstract:Againstthebackdropoftheglobalvaluechainrestructuringandintensifyingtechnologicalcompetition,theconstructionofan
innovationecosystemforChina’sintegratedcircuitindustryhasbecomeacoreissueofnationalstrategy.Despitesignificantprogressmadein
chipdesign,manufacturing,packagingandtesting,Chinastillfaceschallengessuchashighrelianceonkeycoretechnologies,insufficient
industrialchaincoordination,lowdomesticproductionratesofequipmentandmaterials,andashortageoftalents.Theoveralloperational
efficiencyandself-relianceleveloftheinnovationecosystemneedtobeimproved.Toaddressthissituation,a“dynamicintegrationstrategy”
frameworkwasproposed,integratingthenewnationalinnovationsystem,mission-driven,scenario-drivenandnetwork-embeddedinnovation
theories,andconstructinganevolutionmodelthatpromotestechnologicalbreakthroughs,industrialchainoptimizationandecologicaldominance
througha“three-stageprogressivepath”.Itisfoundthatunderthe“chainleadersystem”governancemodel,thegovernmentcaneffectively
enhancetheindustrialinnovationcapacityandglobalcompetitivenessbycoordinatingresourcesanddrivingcollaborationthroughcore
enterprises.Inthefuture,theintegratedcircuitindustryshouldstrengthenindependentinnovationwhileenhancinginternationalcollaboration
andstandardleadership,achievingatransformationfroma“catch-uptype”toa“leadingtype”.Thetheoreticalsupportandpracticalpathsare
providedforbuildinganinnovationecosystemfortheintegratedcircuitindustryundertheglobalvaluechain.
Keywords:globalvaluechain;integratedcircuits;innovationecosystem;industrialchain;technologicalupgrading
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